NewsFlash TIcona

MID Technologie mit Vectra® LCP

Systemldsungen fiir ,Green Electronics”-Bauteile
mit komplexen 3D-Leiterbahnstrukturen

@ Realisierung feinster 3D Leiter-
bahnstrukturen auf komplexen
Bauteiloberflachen

@ Erfiillung aller aktuellen Umwelt-
standards (Green Electronics)

@ Einsparung von Produktionskosten

Systemldsung fiir:

@ 2K-MID Technologie
Vectra® E820i Pd und
2.B. Vectra® E130i

@ LPKF-LDS® Verfahren
Vectra® E840i LDS oder
Vectra® E820i LDS

Halogenfreie inhirente Flammwidrigkeit sowie gute
Dimensionsstabilitit und einfache Verarbeitung sind wichtige
Vorteile, die Vectra® LCP zur Herstellung elektrischer und
elektronischer Bauteile bietet. Mafgeschneiderte Vectra® LCP
Typen ermoglichen die Herstellung elektronischer Leiter-
bahnen auf dreidimensionalen Spritzgiefiteilen.

Dazu stehen am Markt erprobte Systemlosungen fiir die
2-Komponenten Molded Interconnect Device Technologie
(2K-MID) oder die Laser-Direkt-Strukturierung (LPKF-
LDS® Verfahren) zur Verfiigung. Bereits seit 15 Jahren
spielt Ticona eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung

spritzgegossener drei-dimensionaler Schaltungstriger mit
Vectra® LCP.
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MID Technologie mit Vectra® LCP

Durch speziell auf moderne Herstellverfahren abge-
stimmte Vectra-Systemlosungen lassen sich komplexe
Bauteile mit feinsten Leiterbahnstrukturen realisieren.

Dabei spielt Vectra im 2K-MID Verfahren seine Vorteile
bei groflen Stiickzahlen aus; dieses Verfahren wurde
auch in Verbindung mit Vectra® entwickelt.

Das LPKF-LDS® Verfahren ist fiir kleinere Stiickzahlen
interessant, wobei Modifikationen am Leiterbahn-Layout
schnell und mit geringem Aufwand méglich sind.

Verglichen mit traditionellen Herstellverfahren, konnen
durch die Vectra® Systemlosungen fiir das 2K-MID oder
das LPKF-LDS® Verfahren (LPKF Laser & Electronics
AG, Garbsen) aufgrund der Reduzierung von Verfah-
rensschritten Produktions- und Handlingkosten gesenkt
werden.

2K MID-Technologie
Dieser MID-Prozess besteht aus vier Verfahrensschritten

1. Spritzgieflen der Leiterbahnstruktur:
1. Schuss: Vectra® E820i Pd
2. Spritzgieflen
2. Schuss: Vectra® E1301
3. Atzen der Oberfliche mit Aktivierung
4. Metallisieren
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LPKF-LDS®
Mit diesem Verfahren lasst sich zusatzlich der Atzprozess einsparen.

1. Spritzgieflen mit Vectra® E840i LDS
2. Laserstrukturieren und - aktivieren
3. Metallisieren

Vectra® LCP ist:

inhdrent flammwidrig (UL 94 V-0)
bleifrei lotbar

halogenfrei

sehr leichtflieffend
hochtemperaturbestindig

(bis 240 °C, kurzzeitig bis 340 °C)

Anwendungsbeispiele

Sensortechnik (z.B. Druck- oder Sonnenlichtsensoren)
Antennensysteme

Steckverbinder

Horgerite

RFID (Radio Frequency Identification) Transponder
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HINWEISE FUR ANWENDER: Durch die in dieser Verdffentlichung enthaltenen Informationen werden bestimmte Eigenschaften unserer Produkte weder vereinbart noch zugesichert. Die Entscheidung iiber die Eignung eines
bestimmten Materials und Bauteildesigns fiir einen konkreten Einsatzzweck obliegt ausschlieBlich dem jeweiligen Anwender. Wir empfehlen dem Anwender dringend, die aktuellen Anweisungen des jeweiligen Herstellers fiir
den Gebrauch der einzusetzenden Materialien einzuholen und diese zu befolgen. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berticksichtigen.

LPKF-LDS®: Die Formmasse ist speziell zur Anwendung beim Verfahren zur Herstellung von Leiterbahnstrukturen gem. der Deutschen Patentanmeldung 101 32 092 der Firma LPKF Laser & Electronics AG (Osteriede 7 -
30827 Garbsen) bestimmt. Die Anwendung dieses Verfahrens begriindet einen Anspruch auf Entschadigung. Nach Erwerb eines LPKF Lasersystems ist dieser Anspruch abgegolten. Bitte wenden Sie sich hierzu direkt an die

LPKF Laser & Electronics AG (www.LPKF.de).

* 0,14 € / Minute aus dem Festnetz der T-Com

TI-NF1050DE06.2008



